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Aldrig tidigare har besokare pa skandinaviska elektronik-
mdssor haft sa stora mojligheter att fa svar pa alla sina
tekniska fragor om kretskortstillverkning. Dessutom
finns mojligheten att delta i SM (Svenska Mésterskapet)

i Handlodning och darmed vinna ett kontanttillskott

till kommande semesterkassa samt att fa aka till mdssan
SMTi Niirnberg veckan efter S.E.E.2016.

Av Lars Wallin
Projektledare
Live Production
pdS.E.E. 2016

ad kommer da festen i Live Produc-
tions monter Co1:39 att bjuda pa?
Har kommer ett axplock.

A.Denrddatraden pdscenen dren grundlig
genomgang av hela produktionskedjan via
korta intervjuer av experter pa komponen-
ter, elektronikkonstruktion, CAD, monster-
kortstillverkning,  kretskortstillverkning,
tvatt och lackning. Samtidigt kommer 400
kretskort att tillverkas pa médssan. Kor-
ten rontgas och avsynas med hjélp av tva
stycken AOIl-maskiner for att slutligen
renhetstestas och lackas. Se detaljerat
program f6r scenen pa Live Production pa
S.E.E.2016 pa www.se-event.se

B. Vilken ytbehandling pda monsterkorten
ger den bdsta lodbarheten? En alltfor van-
lig fraga som det tyvarr inte finns ett enkelt
svar pa. Férutom de tva huvudkorten kom-
mer ett [6dtestkort med ytbehandlingarna
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ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold),
Immersion Silver, HASL (Hot Air Solder
Leveling) Tenn och OSP (Organic Soldera-
bility Preservative) att kdras genom pro-
duktionslinorna och de olika ytbehandling-
arnas lodbarhet kommer att testas med
metoden ”Vdtningsbalans” som &dr den
mest noggranna och repeterbara tekniken.
Resultaten kommer att redovisas l6pande
under de tre mdssdagarna under ledning
av Bob Willis. En dokumenterad samman-
fattning av dessa resultat blir en punkt pa
agendan under Tillforlitlighetskonferensen
den 8 september 2016.

C. Ar en laserskuren stencil battre &n en
etsad med eller utan ”coating”? Ar ”Jet-
printing” en fullgod ersdttare? Antagligen
fragestallningar som manga produktions-
tekniker pa bade EMS- (Electronic Manu-
facturing Services) och OEM-féretag (Origi-
nal Electronic Manufacturing) fatt graa har
av. Eftersom fragan inte ar helt enkel att be-
svara kommer det dag ett pa Live Produc-
tion att tillverkas kretskort med hjdlp av en
etsad stencil, dag tva med en etsad stencil
med "coating” och den tredje dagen kom-
mer en laserskuren stencil att anvdndas.

Besdkte inte
S EE2016
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D. Har det skett ndagon utveckling pa lod-
pastan den senaste tiden och &r alla lod-
pastor med legeringen SAC305 lika?

Det &r fragor som sdkert
manga massbesdkare kom-
mer att stélla sig och vi later
Ann-Louise Gyllenberg, Pro-
duct Manager pa OEM Elec-
tronics svara pa den forsta
fragan.

—Den tyska bilindustrin var intresserad
av en lodpasta med forbdttrade egenska-
per sdsom forbdttrad hdllfasthet och till-
forlitlighet. For att méta dessa krav utveck-
lade Henkel Loctite lodpastan 90iSC dven
kallad ”Innolot”. Den lanserades vdren
2013 och har idag medverkat till att flera
tyska kunder inom bilindustrin nu har gatt
over till blyfritt tack vare denna legering
som har visat exceptionellt bra resultat vid
termisk chock, en extremare version av ter-
miskt cyklingstest och minst lika bra hdll-
fasthet som blyade l6dfogar vid vibrations-
ochdroptester.

—For tillverkare som helst vill ha SAC305-
legering har Henkel en innovation av ett
annat slag som kommer att sdnka produk-
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Lathund for kretskortsparametrar, dess teknikniva och pris

Variabel Pris- Variabel Pris- Variabel Pris- Variabel Pris-
Nr KK Parameter Mainstream Pris Nri faktor Nr2 faktor Nr3 faktor Nr 4 faktor
1 J-STD-001/1PC-6012 Klass 2 1 3 3
2 MSL Nivad 3 1 4 1,2 5 1,4
3 Rep/Mod tillaten Ja 1 Nej 1,5
4 Enligt RoHS 2/REACH Ja 1 Nej 0,8
[ Konfliktmineraler Nej 1 Ja 1,2
7 Underlagsgranskning Nej 1 Ja 1,2
8 Referenspunkter Ja 1 Nej 1,2
9 Tunga komponeter Ensida 1 Tva sidor 1,5
10 Bas materialtyp FR4 1 Annat 1
11 Tg°C 150 1 170 1,1 180 1,2 130 0,7
12 CuTlInnerlager (IL) 2X35um 1 2x18 1 2X70 2 2X105 3 2X140 4
13 Total Tjocklekimm 1,6 1 21,2 1 20,8 1,2 20,4 1,6 22,0 1,5
15 Footprint utformning IPC-7351Nivd B 1 Annat 1,3
16 Lodmaskoppning till pad 0,075 1 0,1 1 0,05 1,25
17 Lodmasktjocklek IPC-SM-840 1 X2 1,2
18  Ytbehandling PCB HASL SN100oC 1 ENIG 1,2 IM Sn 1,1 Im Ag 1,1 OSP 0,95
19  Ytbehandling Komp Sn 1 ENIG 1,1
20 Alder pd PCB >3 manader 1 >3 man 1,1 >12 mén 1,2
21 Alder pd komponenter >3 manader 1 >3 man 1,2 >12 man 1,5
22 Stencil Etsad 1 Laser 1 Step 1,2
23 PTHviaiPad fyllda Ja 1 Nej 1,3
24 Lodpasta SAC305 Lo Typ 4 1 Typs 1,1
25 KravpdSPI Nej 1 IPCKlass 2 1,2 IPCKlass 3
26  Chip 20402 1 20201 1,1 201005 1,3
27  Chip lika vdrde olika storlek Nej 1 Ja 1,2
28  BTC Min Footprintimm 0,5 X0,5 1 0,4X0,4 1.1 0,3X%X0,3 1,3
29  BGA/CSPpitchimm 0,5 1 0,4 1,2 0,3 1,5
30 POP Nej 1 Ja 2
31 Allt monterbart i P&P Ja 1 Nej 1,2
32 Antalartiklar <400 1 <800 1,2 <1200 1,3
33  Omsmadltning Reflow Luft 1 Reflow N2 1,2 VP 1,5
34  Allttal 2x240°Cigo sek Ja 1 Nej 1,2
35 2xXSMD montering Nej 1 Ja 2
36 2xSMD+PTHx1 Nej 1 Ja 2,5
37  SMD med styrbult Nej 1 Ja 1,4
38  Skdrmburkar for ESD Nej 1 Ja 1,5
39 A0l IPCKlass 2 1 IPCKlass 3 1,5
40  Rontgen Voids IPCKlass 2 1 IPCKlass 3 3-5
41 Seletivlodning Nej 1 Ja 1,5
42 Reparation BGA/CSP Ja 1 Nej 2
43  Renhet PCBA fore tvatt Nej 1 ROSE 1.1 SIR 20 IC 40 FTIR 100
44 Tvatt Ingen 1 H20 1,5
45 Renhet PCBA efter tvdtt Ingen 1 ROSE 1.1 SIR 20 IC 40 FTIR 100
46  Lackning Ingen 1 Ja 1,2
47  Testning Kontakt 1 Naldyna 1,2
48  Slutlig Manuell Inspektion IPC-610 Klass 2 1 Klass 3 1,3

tionskostnaderna genom minskat svinn
och ldgre transport- och forvaringskost-
nader: GCio, lodpastan som haller sig ut-
mdrkt i 6ver ett ar i rumstemperatur! Som
bonus slipper man rengéra stencilerna sa
ofta eftersom pastan kan ligga kvar pa pla-
ten till ndsta arbetsskift och den fungerar
alldeles utmdrkt for Pintestning eftersom
flussresternainte drklibbiga och fastnar.

For att kunna besvara den andra fragan
kommer det under de tre mdssdagarna att
anvdndas atta olika lodpastor.
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E. Att leverantorer av maski-
ner och material ndstan alltid
har vérldens badsta produkter
som kommer att resultera i
den perfekta l6dfogen och av
bara farten kommer den att
motsvara IPC Klass 3. Men
vad sdger vetenskapen om detta forhallan-
de? Vi fragar Per-Erik Tegehall pa Swerea i
Goteborg, som efter mdssan ska testa lod-
fogarnas kvalitet pa ett stort antal krets-
kort som producerats live pa S.E.E.2016.

—Idag utfor Swerea IVF ett stort antal tes-
ter och analyser av lodfogar med bristande
kvalitet och tillférlitlighet. Det kan dels or-
saka dalig lodbarhet men ocksa otillrdck-
lig livsldngd pa lodfogarna. Problem med
lodbarheten kommer till oss fran EMS- och
OEM-foretag runt om i Europa. Vi pd Swe-
rea IVF tdnde direkt pd Stockholmsmds-
sans forslag om att testa lodfogarnas kva-
litet och tillforlitlighet pd ménsterkort med
olika ytbehandlingar, lodpastor och sten-
ciler. Med bakgrund av den nya lodpastan
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Innolot ser vi fram emot dessa tester med
stort intresse, samt att fd redovisa resul-
taten pd Tillforlitlighetskonferensen den 8
september 2016.

F. Under de senaste aren har begreppen
”Vad &r Rent?”, “Ar Rent Rent?”, ”Hur blir
det Rent?” och ”Hur skall Renheten ma-
tas?” diskuterats intensivt hos leverantorer
av kretskortsproduktion och dess kunder.
For att kunna presentera svar pd alla dessa
frdgor kommer det live att métas renheten
pa tva olika kretskortstyper fore tvdtt och
eftertvatt. Eftersom antalet flussmedel och
andra féroreningar dr stort ar det av ytters-
ta vikt att analysera vilka olika @mnen som
finns pa kretskortet. Detta gors genom en
sa kallad SIR-test (Surface Insulation Resis-
tance). SIR-testning dr den bdsta metoden
for att simulera hur ett kretskort produce-
ras och féroreningarnas inflytande pa till-
forlitligheten.

For att kunna utféra dessa mdtningar
kravs att kretskorten tillverkas som ett IPC
B-52 kort. P4 S.E.E.2016 kommer 200 SIR-
kort att produceras pa massgolvet. En del
av korten kommer att skickas till internatio-
nella laboratorier som NPL (National Phy-
sical Laboratory) i Storbritannien, Hytek
i Danmark och Zestron i Tyskland for test

och analys. | tilldagg kommer en ny konden-
sationsmetod, utvecklad av NPL, att anvdn-
das for en del av testningen. Kondenstest
innebar att ett fuktskikt bildas pa ytan pa
kretskortet till skillnad fran daggtestet som
normalt anvdnds inom fordonsindustrin

En dokumenterad sammanfattning av
dessa resultat blir en punkt pa agendan un-
der Tillforlitlighetskonferensen den 8 sep-
tember 2016.
G. | och med att ménga elektronikproduk-
teridagdr placerade i fuktiga, smutsigaoch
korrosiva miljoer blir det alltmer aktuellt att
lacka korten efter montering och [6dning.
De stora utmaningarna blir dd att fatta
beslut om kretskorten skall tvdttas fore
lackering eller inte. Bada varianterna exis-
teraridag och for att kunna vagleda svensk
elektronikindustri i dessa beslut kommer
ett antal kretskort att lackeras live med
tva olika typer av lacker med hjilp av en
speciell lackrobot och déarefter hardas i en
UV-ugn. Utvalda kort kommer att bade SIR-
och kondensationstestas for att illustrera
tillforlitligheten pa tvéttade och ej tvattade
elektronikprodukter.

| forra artikeln presenterades en lathund
for CAD- & monsterkortsparametrar. Med
tanke pa komplexiteten och kostnaderna i

punkterna A-G ovan dr det nu dags att pre-
sentera en ”Lathund for kretskortspara-
metrar, dess teknikniva och pris”. Jamfort
med lathunden for CAD- & mdnsterkortspa-
rametrar innehaller den nya lathunden 21
stycken fler parametrar, vilket innebar att
risken for att kretskortet skall vara defekt
okar.

Att inte ta vara pa mojligheten att be-
soka Live Production i monter Co1:39 pa
S.E.E.2016 for att ta del av nya kunskaps-
rén, stdlla fragor till experter och trdffa
kollegor med liknande problem kan leda till
okade kostnader och missnéjda kunder. W

arNordens storsta och
viktigaste motesplats for den profes-
sionella elektronikindustrin och garav
stapeln pa Kistamédssan den 19—21 april
2016. Dragpldstret dren avdelning for
tvatt, renhetsmétning och lackning av
flera hundraavancerade kretskort som
tillverkas i tva stycken ytmonteringslinor
pd massgolvet. | anslutning arrangeras
SMiHandlédning samt Handlodning for
studenter.

For merinformation och anmadlan
vdnligen bestk
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